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【57】發明摘要：

本發明涉及一種膜上晶片型半導體封裝及包括其的顯示設備，所述膜上晶片型半導體封

裝包括：積體電路晶片；印製電路板層；外引線鍵合墊；及石墨層，所述積體電路晶片直接

或藉由貼裝元件連接到所述印製電路板層的一面上，所述外引線鍵合墊位於印製電路板層的

一面上，所述石墨層層壓在所述印製電路板層的相反一面上。
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